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Si Integrated Heat Spreaders 
for fcCSP Packages
Si는 히트스프레더의 소재로 Cu를 대체하는 효과적인 재료입니다.

 f 우수한 열전도율과 프로세스의 용이성을 내세운 Si는 Cu를 대체할 수 있는 
히트스프레더 자재입니다.

 f Si Integrated Heat Spreader (IHS)는 상부 면적을 방열판에 노출하는 동시에 
몰드에 임베디드될 수 있습니다.

Si HIS의 사용 예 :

단일 칩 fcDSP에 포함된 상면을
노출한 Si IHS
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병렬 하이브리드 구조에 포함된
상면을 노출한 Si IHS

하이브리드 구조의 듀얼 Si IHS

스택 하이브리드 구조에 포함된
상면을 노출한 Si IHS
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Si Integrated Heat Spreader 
Considerations

앰코의 패키지 향상 솔루션은 Si 표면을 
방열판에 노출시킨 상태에서 몰드 내부
에 임베디드할 수 있습니다.
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